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Przedmiotem wynalazku jest sposéb hermetycz-
nego zamykania obudowy elementdéw elektronicz-
nych na przykilad elementéw péiprzewodnikowych.

Niektére elementy elektroniczne a szczegélnie ele-
menty poéilprzewodnikowe sg wrazliwe na zmiany
warunk6éw otoczenia wskutek ozego wymagaja
umieszczenia ich w obudowach zamykanych herme-
tycznie.

Hermetyczne obudowy pélprzewodnikowych ele-
mentéw elektronicznych wykonuje sie réznymi spo-
sobami na przyklad stosuje sie do tego celu tworzy-
‘wa sztuczne.

Obudowy z tworzyw sztucznych sg w wiekszo$ci
nie hermetyczne wskutek czego eélementy elektro-
niczne znajdujgce sie wewnatrz ulegajg szybkiemu
uszkodzeniu lub znacznie pogarszaja swoje para-
metry.

W przypadku elementéw pélprzewodnikowych
wiekszych mocy, w ktérych istotng role odgrywa
odprowadzenie ciepta, stosuje sie¢ obudowy metalo-
we w postaci miseczek o brzegach szczelnie zaci$nie-
tych dookota podstaw w ksztalcie talerzykéw meta-
lowych lub z materiatu izolacyjnego. Obudowy me-
talowe najczeSciej zamyka si¢ za pomoca spawania
co wymaga stosowania specjalnych zabiegébw zapo-
biegajgcych uszkodzeniu elementéw elektronicznych
znajdujacych sie w obudowie, wrazliwych na pod-
wyzszong temperature.

Celem wynalazku jest umozliwienie trwatego i
hermetycznego zamykania metalowej obudowy ele-
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mentéw elektronicznych w temperaturze otoczenia
bez doprowadzenia z zewnatrz ciepta.

Cel ten osiggnieto przez opracowanie sposobu her-
metycznego zamykania obudowy elementéw ele-
ktronicznych, sktadajgcej sie przynajmniej z dwéch
cze$ci, z ktérych jedna zasadniczo jest wykonana
w ksztalcie miseczki a druga w ksztalcie talerzyka,
polegajacego na tym, Ze na obrzezu przynajmniej
jednej z czeSci obudowy wzdluz calego obwodu
umieszcza sie uszczelnienie z indu a nastepnie przy-
klada sie drugg cze$é obudowy i zawija sie obrzeze,
przy jednoczesnym wzajemnym dociskaniu do sie-
bie obydwo6ch czesci obudowy czym powoduje sie
trwate plastyczne odksztalcenie indu i wypelnienie
przez ind wszystkich nieréwno$ci i szczelin miedzy
powierzchniami styku obydwéch czesci obudowy.

Sposéb wedlug wynalazku wyjasniony zostal na
przykladzie wykonania uwidocznionym na zalgczo-
nym rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia przekréj
wzdluzny obudowy zlozonej z miseczki i talerzyka
przed zamknieciem, fig. 2 przedstawia przekroj
wzdluzny tej obudowy po zamknieciu, fig. 3 i 4
uwidaczniajg w przekroju przykiady fragmentéw
hermetycznego zamkniecia brzegéw w innych ro-
dzajach obudéw, réznigce si¢ sposobem zawiniecia
brzegow.

W metalowym talerzyku 1, stanowigcym jednag

_czeéc’ obudowy elektronicznego elementu, na izola-

cyjnych peretkach osadzone sg przepusty 2, do kt6-
rych jest przymocowany elektroniczny element 3.
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Druga cze§é¢ obudowy stanowi metalowa miseczka
4. Po wewnetrznej stronie obrzeza metalowej mi-
seczki 4 umieszcza si¢ przekladke 5 z indu lub ze
stopu indu, kt6érg uklada si¢ dookota calego obrze-

za miseczki 4. Ksztalt przekladki indowej jest w-

zasadzie dowolny, jednakze korzystne jest dosto-
sowanie go do ksztaltu.obrzeza tej czeSci obudowy,
na ktérej przekladka zostaje utozona.

Na przekladke naklada sie pozostala czesé obudo-
wy w tym przypadku talerzyk 1, do ktérego jest
przymocowany elekironiczny element 3. Tak zlozo-

_ny zesp6l umieszcza si¢ w przyrzadzie, w ktérym
wystajace obrzeze miseczki 4 zostaje zawiniete do-
okota zewnetrznej strony talerzyka 1, przy czym w
momencie zawijania obrzeza miseczki, wywiera sie
nacisk z zewnatrz, ktéry powoduje pla,styczne od-

ksztalcenie przekladki indowej. .

Mozna to uzyskaé ma przyklad zZa pomocg prasy
dociskowej. Ind naciskiem wypelnia dokladnie
wszystkie nieréwnokei i szczeliny w pow1erzchmach
stykowych zlacza i stanowi trwale i hermetyczne
uszczelnienie obudowy. Poniewaz zawiniete obrzeze
obudowy wywiera staly i ré6wnomierny nacisk na
zdeformowang przekladke indowa wiec tworzenie

. sie szczelin w zlgczu jest uniemozliwione. Zawiniete
obrzeze obudowy usztywmnia konstrukcje zlgcza i
zwigksza jego wytrzymatosé mechaniczna.

Spos6b wedlug wynalazku mozna stosowaé do
obudowy o réiznych ksztattach na przyklad mozna
zawijaé obrzeze plaskiej czeéci 6 obudowy dookola
miseczkowatej czeSci 7 za pomoca réinych urza-
dzef i przyrzadéw jak na przyklad trzpienie docis-
kajace, tuleje, uchwyty i inne umozliwiajgce zawi-
niecie brzegu jednej czeSci obudowy dookota dru-
giej z jednoczesnym wywarciem nacisku powoduja-
cego trwale odksztalcenie przekladki indowej
umieszczonej miedzy dociskanymi brzegami obudo-
wy.

Réwniez mozna obydwie cze$ci 8 i 9 obudowy
1gczyé za pomocy piericienia 10 zawijanego z zew-
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. natrz na obrzeze obydwéch cze§ci zapewniajacego

wymagany docisk.

Sposobem wedlug wynalazku mozna hermetycz—
nie zamykaé w temperaturze pokojowej obudowy o
réznym przeznaczeniu na przyklad obudowy tran-
zystor6w, diod p6lprzewodnikowych lub innych ele--
mentéw elektronicznyéh takich jak fotooporniki, fo-
todiody i podobne. W tym przypadku jedna z czgSci
obudowy jest zaopatrzona w szklang plytke 11 co-
nie umniejsza mozliwo$ci zamkniecia obudowy spo-
sobem wediug wynalazku.

Sposéb hermetycznego zamykania obudowy przy
uzyciu przekladki indowej umozliwia skutecznie
chronienie elementéw elektronicznych znajdujacych
si¢ wewnatrz obudowy przed wplywem czynnikéw

‘'zewnetrznych takich jak na przyklad wilgoé, opary

i inne.
Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b hermetycznego zamykania obudowy
elementéw elektronicznych, skladajgcej sie przy-
najmniej z dwbch czesci, z ktérych jedna zasadni-
czo jest wykonana w ksztalcie miseczki a druga .w
ksztalcie talerzyka znamienny tym, Ze na obrzezu
przynajmniej jednej czeSci (4) lub (6) wzdiuz cate-
go obwodu umieszcza sie uszczelnienie (5) z indu
albo ze stopu indu a nastepnie przyklada sie druga
cze$é (1) lub (7) obudowy i zawija sie obrzeze przy
jednoczesnym wzajemnym dociskaniu do siebie ohy-
dwbéch czeSci (4) i (1) lub (6) i (7) obudowy czym
powoduje' sie trwale plastyczne odksztalcenie
uszczelnienia i wypelnienie przez ind.wszystkich
nier6wmoé$ci i szczelin migdzy powierzchniami styku
obydwoch czesci obudowy.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze
miedzy brzegami obydwoch czesci (8 i 9) obudowy
umieszcza sie uszczelnienie z indu (5) a nastepnie
dociska sie te brzegi do siebie za pomoca pierscie—
nia (10), ktérego brzegi zawija sie na brzegi oby-
dwéch czesci obudowy.
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